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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレキシブルプリント基板に形成された第１の接続端子部と異方性導電接着剤を介して
接続される第２の接続端子部を有するリジッドプリント基板であって、
　前記第２の接続端子部と熱的に接続され、ヒータによって加熱されて前記ヒータからの
熱を前記第２の接続端子部側から前記異方性導電接着剤に伝導する補充加熱部を備え、
　前記補充加熱部は、前記リジッドプリント基板の前記第２の接続端子部と反対側の面か
ら前記第２の接続端子部に向けて掘り込まれた凹部であることを特徴とするリジッドプリ
ント基板。
【請求項２】
　フレキシブルプリント基板に形成された第１の接続端子部と、リジッドプリント基板に
形成された第２の接続端子部とを、異方性導電接着剤を介して接続するプリント基板の接
続方法において、
　前記リジッドプリント基板に前記第２の接続端子部と熱的に接続され、ヒータによって
加熱されて前記ヒータからの熱を前記第２の接続端子部側から前記異方性導電接着剤に伝
導する補充加熱部として、前記リジッドプリント基板の前記第２の接続端子部から、この
第２の接続端子部が形成された面上に延びて前記補充加熱部を加熱する第２のヒータに直
接接触する延長電極パターンを形成しておき、
　前記フレキシブルプリント基板の前記第１の接続端子部が形成された面と反対側の面を
加熱する第１のヒータ及び前記第２のヒータを兼ねる共通のヒータによって、前記フレキ
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シブルプリント基板の反対側の面を加熱すると共に、前記延長電極パターンを補充加熱す
ることにより、前記異方性導電接着剤を加熱するようにした
　ことを特徴とするプリント基板の接続方法。
【請求項３】
　フレキシブルプリント基板に形成された第１の接続端子部と、リジッドプリント基板に
形成された第２の接続端子部とを、異方性導電接着剤を介して接続するプリント基板の接
続方法において、
　前記リジッドプリント基板に前記第２の接続端子部と熱的に接続され、ヒータによって
加熱されて前記ヒータからの熱を前記第２の接続端子部側から前記異方性導電接着剤に伝
導する補充加熱部として、前記リジッドプリント基板の前記第２の接続端子部と反対側の
面から前記第２の接続端子部に向けて掘り込まれた凹部を形成しておき、
　前記フレキシブルプリント基板の前記第１の接続端子部が形成された面と反対側の面を
第１のヒータによって加熱すると共に、前記補充加熱部を第２のヒータによって前記リジ
ッドプリント基板の前記反対側の面から前記凹部の内側を補充加熱することにより、前記
異方性導電接着剤を加熱するようにした
　ことを特徴とするプリント基板の接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リジッドプリント基板とフレキシブルプリント基板の接続部を異方性導電接
着剤を介して接続するのに適したリジッドプリント基板及びプリント基板の接続方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、リジッドなプリント基板に熱硬化型の異方性導電接着剤を用いてフレキシブ
ルプリント基板を接続する場合、特許文献１に示すように、フレキシブルプリント基板側
から接続部の異方性導電接着剤に熱を加えるようにしている。このような熱圧着において
は、接着剤に極力均一な温度を加えることが接着信頼性を確保する上で重要である。
【特許文献１】特開２０００－１１１８５６号公報、図１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、リジッドプリント基板側の接続端子部側は、これに繋がる配線パターン
のサイズ、ピッチ、さらには配線パターンにつながる実装部品によっては、放熱作用が大
きくなり、電極間の接着剤の温度に比べて電極上の接着剤の温度が極端に低下してしまう
ことがある。このように接着剤の温度が場所によって不均一になると、接着力の低下を招
く。
【０００４】
　本発明は、このような点に鑑みてなされたもので、熱圧着時に異方性導電接着剤に均一
に温度が加わることで接着強度を向上させることができるリジッドプリント基板及びプリ
ント基板の接続方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によるリジッドプリント基板は、フレキシブルプリント基板に形成された第１の
接続端子部と異方性導電接着剤を介して接続される第２の接続端子部を有するリジッドプ
リント基板であって、前記第２の接続端子部と熱的に接続され、ヒータによって加熱され
て前記ヒータからの熱を前記第２の接続端子部側から前記異方性導電接着剤に伝導する補
充加熱部を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明によるプリント基板の接続方法は、フレキシブルプリント基板に形成され
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た第１の接続端子部と、リジッドプリント基板に形成された第２の接続端子部とを、異方
性導電接着剤を介して接続するプリント基板の接続方法において、前記リジッドプリント
基板に前記第２の接続端子部と熱的に接続され、ヒータによって加熱されて前記ヒータか
らの熱を前記第２の接続端子部側から前記異方性導電接着剤に伝導する補充加熱部を形成
しておき、前記フレキシブルプリント基板の前記第１の接続端子部が形成された面と反対
側の面を第１のヒータによって加熱すると共に、前記補充加熱部を第２のヒータによって
加熱することにより、前記異方性導電接着剤を加熱するようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、リジッドプリント基板が有する第２の接続端子部とフレキシブルプリ
ント基板が有する第１の接続端子部との間に介する異方性導電接着剤を、ヒータからの直
接加熱に加えて、ヒータからの熱を第２の接続端子部側から異方性導電接着剤に伝導する
ように熱的に接続されて基板全体からの放熱を補完する補充加熱部から伝わる補充加熱に
より異方性導電接着剤を均一に加熱することで、異方性導電接着剤の接着強度を向上させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【０００９】
　図１は、本発明に係るリジッドプリント基板とそれに接続するフレキシブルプリント基
板の平面図である。図２は、その底面図であり、図３は、接続前の（ａ）リジッドプリン
ト基板及び（ｂ）フレキシブルプリント基板の接続面である。
【００１０】
　リジッドプリント基板１は、片面又は両面に回路部品２が実装された単層又は多層基板
で、ガラスエポキシ等からなる基板本体１ａと、この基板本体１ａ上に形成され、回路部
品２と図示しない配線を介して接続された接続端子部３と、この接続端子部３と接合され
基板本体１ａを貫通するように設置された補充加熱部としての複数のスルーホール３ａを
有する。ここで、スルーホール３ａの内周面は、接続端子部３と同部材である導電性物質
によって構成され、接続端子部３とスルーホール３ａの内周面の温度を熱伝導により一定
とする。
【００１１】
　フレキシブルプリント基板５は、ＰＥＮ，ＰＥＴ等からなるベースフィルム５ａと、こ
のベースフィルム５ａ上に形成された配線９と、この配線９の上を端部を除いて覆うカバ
ーレイ５ｂとを有する。配線９の端部が接続端子部９ａを構成している。
【００１２】
　また、リジッドプリント基板１の接続端子部３は、熱硬化型の異方性導電接着剤４を介
してフレキシブルプリント基板５の接続端子部９ａと電気的に接続されている。
【００１３】
　図４は、このリジッドプリント基板とフレキシブルプリント基板との接続方法を示す断
面図である。
【００１４】
　リジッドプリント基板１の接続端子部３を有する面方向から第１のヒータ６によって異
方性導電接着剤４を直接加熱し、他面から第２のヒータ７によって異方性導電接着剤４を
補充加熱する。以下にその手順を示す。
【００１５】
　はじめに、第１及び第２のヒータ６，７を予め所定の温度に加熱設定し、異方性導電接
着剤４を介してリジッドプリント基板１及びフレキシブルプリント基板５の接続端子部３
及び９ａの位置合わせを行いワーク台８に配置する。次に、第１のヒータ６をワーク台８
に落とし、フレキシブルプリント基板５の背面側から加圧及び加熱を行う。更に、第２の
ヒータ７を持ち上げ、スルーホール３ａを介して異方性導電接着剤４を加熱し、リジッド
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プリント基板１全体から放熱する熱量を補充すると共に、第１及び第２のヒータ６，７に
より加熱圧着する。
【００１６】
　次に、このように構成されたプリント基板及び接続方法の効果について説明する。
【００１７】
　リジッドプリント基板１に、スルーホール３ａを設置したことにより、第１及び第２の
ヒータ６，７からの加熱を、異方性導電接着剤４全体に均一に供給することができ、これ
により、異方性導電接着剤４の接着強度を向上させることが可能となる。また、放熱の大
きい接続端子部３に、同部材からなるスルーホール３ａの熱伝導性を用いて放熱量を補完
することができる。このように、効率的に異方性導電接着剤４に熱を供給することで、耐
熱性の弱いフレキシブルプリント基板５に余分な熱を加えず、変形量を最小にすることが
できる。
【００１８】
　図５は、他の実施形態に係るリジッドプリント基板とそれに接続するフレキシブルプリ
ント基板の平面図である。図６は、その底面図であり、図７は、接続前の（ａ）リジッド
プリント基板及び（ｂ）フレキシブルプリント基板の接続面である。また、図８は、この
リジッドプリント基板とフレキシブルプリント基板との接続方法を示す断面図である。
【００１９】
　リジッドプリント基板１Ａは、接続端子部３を有する面の裏側に、接続端子部３と対応
する箇所に補充加熱部としての凹部１Ａａを有し、第１のヒータ６と、このリジッドプリ
ント基板１Ａが有する凹部１Ａａと対応する箇所に凸部７Ａａを有する第２のヒータ７Ａ
によりリジッドプリント基板１Ａとフレキシブルプリント基板５を加熱圧着する。
【００２０】
　図９は、更に他の実施形態に係るリジッドプリント基板とそれに接続するフレキシブル
プリント基板の平面図である。図１０は、（ａ）リジッドプリント基板とそれに接続する
（ｂ）フレキシブルプリント基板の接続面の平面図であり、図１１は、このリジッドプリ
ント基板とフレキシブルプリント基板との接続方法を示す断面図である。
【００２１】
　リジッドプリント基板１Ｂは、リジッドプリント基板１Ｂの接続端子部３を有する面に
、接続端子部３Ｂと一体形成される補充加熱部（延長電極パターン）３Ｂｂを備え、第１
のヒータ６は、これを、接続端子部３Ｂを有する面から、接続端子部３Ｂ及び補充加熱部
３Ｂｂを覆うように加熱圧着する。このように、接続する接続端子部３Ｂ及び９Ｂａが少
ない場合も、補充加熱部３Ｂｂを備えて異方性導電接着剤４の全体に熱を供給して圧着す
ることで、リジッドプリント基板１Ｂとフレキシブルプリント基板５Ｂを確実に接続する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係るプリント基板の平面図である。
【図２】同プリント基板の底面図である。
【図３】同プリント基板の接続面を示した平面図である。
【図４】同プリント基板の接続方法を示す断面図である。
【図５】他の実施形態に係るプリント基板の平面図である。
【図６】同プリント基板の底面図である。
【図７】同プリント基板の接続面を示す平面図である。
【図８】同プリント基板の接続方法を示す断面図である。
【図９】他の実施形態に係るプリント基板の平面図である。
【図１０】同プリント基板の接続面を示した平面図である。
【図１１】同プリント基板の接続方法を示す断面図である。
【符号の説明】
【００２３】
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　１…リジッドプリント基板、２…回路部品、３，９ａ…接続端子部、４…異方性導電接
着剤、５…フレキシブルプリント基板、６，７…ヒータ、８…ワーク台。
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(6) JP 4768355 B2 2011.9.7

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(7) JP 4768355 B2 2011.9.7

10

フロントページの続き

    審査官  長清　吉範

(56)参考文献  特開昭５７－８３０９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－２１６４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３１９７０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３４１３７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２０４０６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６０－２７４７１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平２－２２８０９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－１５２１１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平８－１９５５５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平７－１２２８４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　　１／１４　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　３／３６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

